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Mi - system rozdzielnic skrzynkowych
Dane techniczne
Straty mocy w pustych obudowach

Przyrost temperatury (∆J) w obudowach Mi wynikający ze strat mocy zainstalowanych w nich urządzeń  
(dla obudów w zestawie, połączonych z innymi obudowami).

Rozdzielnice systemu Mi
Straty mocy 
Pab w W / K

Wielkości obudów Wymiary  w mm Obudowa w zestawie

Obudowa wielkości 1 300 x 150 x 170 0,6

Obudowa wielkości 2 300 x 300 x 170 1,2

Obudowa wielkości 2 z wysoką pokrywą 300 x 300 x 214 1,3

Obudowa wielkości 3 300 x 450 x 170 1,5

Obudowa wielkości 3 z wysoką pokrywą 300 x 450 x 214 1,8

Obudowa wielkości 4 300 x 600 x 170 1,9

Obudowa wielkości 4 z wysoką pokrywą 300 x 600 x 214 2,0

Obudowa wielkości 4 z ramą pośrednią 300 x 600 x 255 2,2

Obudowa wielkości 4  
z wysoką pokrywą i  ramą pośrednią

300 x 600 x 299 2,3

Obudowa wielkości 6 450 x 600 x 170 2,6

Obudowa wielkości 8 600 x 600 x 170 3,3

Obudowa wielkości 8 z ramą pośrednią 600 x 600 x 255 4,0
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Mi - system rozdzielnic skrzynkowych
Dane techniczne
Straty mocy w pustych obudowach

Uwaga!
Maksymalne temperatury pracy wewnątrz obudowy/-ów  (Jimax) będą zależały od:

1. Maksymalnej temperatury otoczenia dla wbudowanych urządzeń elektrycznych (przestrzegać danych producenta)

2. Granicznych temperatur okablowania wewnętrznego i wprowadzanych kabli

3. Wytrzymałości temperaturowej materiału, z którego wykonane są obudowy, zastosowane przewody itp.

Przykład: obliczanie maksymalnej dopuszczalnej straty mocy (PV)

Maksymalna dopuszczalna temperatura wnętrza obudowy (Jimax): np. 55° C

Temperatura otoczenia obudowy (obudów) (JU): 25° C

Maksymalny dopuszczalny przyrost temperatury wnętrza obudowy: ∆J = Jimax - JU = 55° C - 25° C = 30 K

Maksymalna dopuszczalna strata mocy urządzeń wraz z okablowaniem (PV) według 
diagramu:

Skrzynka wielkości 3  (450 x 300 x 170 mm)

Obudowa pojedyncza w zestawie: Pab = 45 W

Przykład: obliczanie temperatury wewnątrz obudowy (Ji)

Temperatura otoczenia obudowy (obudów) (JU): 25° C

Straty mocy wbudowanych urządzeń  (Pv): 30 W

Przyrost temperatury według diagramu: ∆J

Obudowa wielkości 3  (450 x 300 x 170 mm) w zestawie: ∆J = 20 K; Ji = JU + ∆J = 25° C + 20 K = 45° C
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